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Sposób ustawienia płytki półprzewodnikowej równolegle do maski
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest sposób ustawienia
płytki półprzewodnikowej równolegle do maski u-
sytuowanej nad nią w pewnym* odstępie, w celu
ustawienia* wzoru naniesionego na masce zgodnie
z wzorem na płytce półprzewodnikowej przed na¬
świetleniem stykowym, oraz urządzenie do stoso¬
wania- tego sposobu.

Przy produkcji elementów półprzewodnikowych
na przykład tranzystorów planarnych lub scalo¬
nych obwodów półprzewodnikowych, stosuje się
przeważnie technologię planarną w połączeniu z
maskowaniem. Wzór na powierzchni płytki półprze¬
wodnikowej wykonywany jest za pomocą masek,
których wzór przenoszony jest sposobem stykowym
przy użyciu- do naświetlania światła ultrafioleto¬
wego, na lakier fotoczuły, którym powleczona jest
płytka półprzewodnikowa. Jako masek używa się
przeważnie szklanych płyt fotograficznych, w któ¬
rych' emulsji zawarty jest żądany wzór.

W jednym ze znanych sposobów równoległego
ustawiania płytki półprzewodnikowej oraz usta¬
wionej nad nią/ w pewnej odległości maski, płytkę
dociska się do maski, ustala się w tym równole¬
głym- położreniu, a następnie obniża płytkę, znowu
równolegle do' maski o odległość wymaganą do ma¬
nipulacji. W tym położeniu wzór na- płytce pół¬
przewodnikowej ustawia się zgodnie z wzorem na
masce, a następnie płytkę dociska się ponownie do
mastó tfelem stykowego naświetlenia-.

Znane są również tak zwane uFząctaeaia* dousta-
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wiania i naświetlania stosowane do przeprowa¬
dzania tego sposobu. Urządzenie takie składa się
w zasadzie z mikroskopu, urządzenia do naświe¬
tlania,, urządzenia do osadzenia w nim maski oraz
obsady płytki półprzewodnikowej. Obsada ta osa¬
dzona jest przegubowo, co pozwala na* przesuwanie
płytki półprzewodnikowej w stosunku do maski w
układzie, współrzędnych kartezjańskich jak rów¬
nież na unieruchomienie jej. Przesuwanie obsady
płytki półprzewodnikowej do lub od maski odby¬
wa się ręcznie lub mechankznie.

Przy najstaranniejszej nawet obsłudze maski u-
legają tak silnemu zarysowaniu, że muszą być
wymienione na nowe po przeciętnie 10 naświetle¬
niach. Do największych uszkodzeń bardzo warto¬
ściowych i drogich masek dochodzi przy dociska¬
niu płytki półprzewodnikowej do maski celem rów¬
noległego ustawienia płytki do maski. Występują¬
ce przy tym boczne ruchy płytki względem maski
doprowadzają do stosunkowo dużego zcierania e-
mulsji na masce. Przy ponownym dociskaniu u-
stawionych już równolegle do siebie powierzchni
płytki półprzewodnikowej i maski celem naświe¬
tlenia stykowego, uszkodzenie maski jest o wiele
mniejsze,, gdyż względne ruchy boczne Już teraz
nie występują.

Celem wynalazku jest zmniejszenie ścierania ma¬
sek a tym samym przedłużenie czasu użytkowania
drogich masek, szczególnie przy procesie naświe¬
tlania stykowego płytek.
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Wynalazek ma za zadanie stworzenie takiego
sposobu równoległego ustawienia płytki półprze¬
wodnikowej oraz usytuowania nad nią w pewnej
odległości maski, przy którym unika się bezpo¬
średniego zetknięcia płytki i maski. Wynalazkiem
objęte jest poza tym znane urządzenie do usta¬
wienia i naświetlenia wyposażone w nowe urzą¬
dzenie do stosowania wymienionego sposobu.

Żądanie to jest rozwiązane w ten sposób, że
równoległość pomiędzy płytką półprzewodnikową
a maską ustala się przez ustawienie płytki w sto¬
sunku do płytki ustalającej, stanowiącej płaszczy¬
znę wyrównawczą, płytkę półprzewodnikową w
tym położeniu unieruchamia się, po czym na miej¬
sce płytki ustalającej wstawia się maskę. Aby u-
niknąć opadnięcia płytki półprzewodnikowej po
ustawieniu jej równolegle do płytki ustalającej,
umieszcza się maskę wyżej od tej płytki ponad
równolegle ustawioną płytką półprzewodnikową o
odstęp potrzebny do manipulacji.

Dzięki sposobowi według wynalazku przedłuża
się trwałość delikatnych masek, gdyż przy usta¬
wieniu płytki półprzewodnikowej maska nie ulega
już uszkodzeniu.

Urządzenie do stosowania sposobu składa się ze
znanego skądinąd urządzenia do ustawienia i na¬
świetlania z typowymi dla tego rodzaju urządzeń
częściami jak na przykład mikroskopem, urządze¬
niem do naświetlania oraz urządzeniem do umiesz¬
czenia maski i obsadą przynajmniej jednej płytki
półprzewodnikowej, osadzoną przegubowo prze¬
suwnie w stosunku do maski i dającą się unie¬
ruchomić.

Urządzenie według wynalazku ma płytkę usta¬
lającą, umieszczoną w płaszczyźnie obok maski.
Urządzenie z płytką ustalającą i maską umiesz¬
czone jest nad obsadą płytki półprzewodnikowej
w sposób przesuwny lub obrotowy w celu umo¬
żliwienia ustawienia na zmianę płytki ustalającej
lub maski, Celem pewnego i szybkiego doprowa¬
dzenia płytki ustalającej względnie maski nad ob¬
sadę płytki półprzewodnikowej, urządzenie składa
się z wózka z maską i wózka z płytką ustalającą,
które są połączone z sobą i umieszczone są na ło¬
żyskach kulkowych przesuwnie na stole służącym
za wspólną podstawę.

Aby zapewnić dokładne trafienie na miejsce nad
obsadą płytki półprzewodnikowej jednego z tych
dwóch wózków, wykonano w stole po obu stro¬
nach obsady płytki półprzewodnikowej dwa wy¬
żłobienia o pryzmatycznym przekroju w odległo¬
ści odpowiadającej odległości łożysk kulkowych
przy każdym wózku. Poza tym umieszczono obok
obsady płytki półprzewodnikowej wsporniki z ka¬
nałami próżniowymi umożliwiające pewne ustawie¬
nie płytki ustalającej względnie fotomaski w położe¬
niu roboczym. Aby nie dopuścić do powtórnego o-
padnięcia obsady płytki półprzewodnikowej po
równoległym jej ustawieniu do płytki ustalającej,
płytka ta ma występ dystansowy odpowiadający
odstępowi manipulacyjnemu, w wyniku czego fo-
tomaska znajdzie się w swoim położeniu roboczym
nad płytką półprzewodnikową właśnie w tej odle¬
głości*
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Wynalazek jest przykładowo wyjaśniony na ry¬
sunku, na którym fig. 1 przedstawia w perspekty¬
wie urządzenie do wzajemnego ustawienia, fig. 2
przedstawia w perspektywie urządzenie do umiesz-

5 czenia maski, fig. 3 przedstawia przekrój płytki
ustalającej w położeniu roboczym nad obsadą płyt¬
ki półprzewodnikowej, fig. 4 przedstawia fotoma-
skę w położeniu roboczym.

Równoległość pomiędzy płytką półprzewodniko-
10 wą 1 i fotomaską 2 ustala się przez ustawienie

płytki 1 w stosunku do płytki ustalającej 3 pełnią¬
cej rolę płaszczyzny wyrównawczej.

Po ustawieniu płytki półprzewodnikowej 1 rów¬
nolegle do płytki ustalającej 3, unieruchamia się

15 ją w tym położeniu, a płytkę ustalającą 3 wymie¬
nia na maskę 2. Maska 2 zostaje przy tym umie¬
szczona równolegle nad płytką półprzewodnikową
1, i wyżej od płytki ustalającej 3 o odstęp mani¬
pulacyjny a. Znane skądinąd urządzenie do usta-

20 wienia i naświetlania wyposażone jest w odpowied¬
nie urządzenie do korzystnego stosowania tego
sposobu. Urządzenie do ustawienia i naświetlania
składa się zasadniczo z mikroskopu A i urządzenia
B do naświetlania, z których każde można na

25 zmianę przestawić obrotowo w położenie nad u-
rządzenie C do umieszczenia maski 2. W obudo¬
wie oznaczonej D umieszczony jest tak zwany stół
krzyżowy z osadzoną przegubowo, w stosunku do
maski 1 przesuwną i unieruchamianą obsadą 5

30 płytki półprzewodnikowej.

Urządzenie do korzystnego stosowania sposobu
według wynalazku składa się z urządzenia C do
umieszczenia płytki ustalającej 3 i maski 2, w
skład którego wchodzi wózek 11 z maską i wózek

35 12 z płytką ustalającą. Wózki 11 i 12 połączone są
ze sobą dwoma sprężynkami piórowymi 4. Za po¬
średnictwem łożysk kulkowych 6 przy każdym z
wózków, wózki 11 i 12 obsadzone są przesuwnie
na stole 7 służącym jako wspólna podstawa. Po

40 obu stronach obsady płytki półprzewodnikowej 1
wykonano w odległości odpowiadającej rozstawowi
łożysk kulkowych 6, w stole 7 pryzmatyczne wy¬
żłobienie 8. Po obu stronach obsady 5 umieszczo¬
ne są poza tym wsporniki z kanałami próżniowy-

45 mi 9, służące do ustalenia miejsca fotomaski 2
względnie płytki ustalającej 3 nad obsadą 5 płyt¬
ki półprzewodnikowej.

Płytka ustalająca 3 ma występ dystansowy 10,
dzięki któremu uzyskuje się odstęp manipulacyjny

50 a od fotomaski 2. Na wózku 11 przewidziano śru¬
by nastawcze 13 i 14, służące do dokładnego usta¬
lenia miejsca wymiennych masek 2. Stół 7 ma
mniej więcej w środku przerwę 15, w której umie¬
szczona jest obsada 5 płytki półprzewodnikowej 1

55 dociskanej do płytki ustalającej 3 względnie ma¬
ski 2.

Płytkę półprzewodnikową 1 kładzie się na ob¬
sadzie 5 i ustala ją w tym położeniu. Przesuwa¬
jąc urządzenie do umieszczenia C płytki ustalają-

60 cej 3 i maski 2 doprowadza się następnie wózek.
12 w położenie robocze. Łożyska kulkowe 6 wózka
12 zaskakują przy tym w wyżłobienia 8, a płytka
ustalająca 3 nachodzi na wsporniki 9. Za pomocą
kanałów próżniowych zostaje płytka ustalająca 3

65 w tym położeniu ustalona. Równoległe ustawienia
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płytki półprzewodnikowej 1 odbywa się teraz
przez podnoszenie obsady 5 do momentu aż
płytka półprzewodnikowa 1 dojdzie do styku z
występem 10 płytki ustalającej 3. W tym położeniu
unieruchamia się obsadę 5, a wózek 12 wymienia
się na wózek 11 przesuwając go i z kolei wózek
ten się w ten sam sposób unieruchamia. Ponieważ
maska 2 znalazła się teraz bezpośrednio nad usta¬
wioną równolegle płytką półprzewodnikową 1, mo¬
żna przystąpić do ustawienia wzoru na płytce 1
zgodnie z wzorem na masce 2. Po przeprowadze¬
niu ustawienia, nanosi się przez naświetlenie sty¬
kowe wzór maski 2 na płytkę półprzewodnikową 1.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób ustawienia płytki półprzewodnikowej
równolegle do maski, w celu ustawienia naniesio¬
nego na masce wzoru zgodnie z wzorem na płytce
półprzewodnikowej, przed naświetlaniem styko¬
wym, znamienny tym, że równoległość pomiędzy
płytką półprzewodnikową i maską uzyskuje się
przez ustawienie płytki półprzewodnikowej rów¬
nolegle w stosunku do stanowiącej powierzchnię
wyrównawczą płytki ustalającej, przy czym płytkę
półprzewodnikową w tym położeniu unieruchamia
się, a płytkę ustalającą wymienia się na maskę (a).

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że
maskę wprowadza się nad ustawioną równolegle
płytkę półprzewodnikową, wyżej od płytki ustala¬
jącej o konieczny odstęp manipulacyjny.

3. Urządzenie do stosowania sposobu według
zastrz. 1, zawierające mikroskop, urządzenie do na¬
świetlania z urządzeniem do umieszczenia maski
oraz obsadą przynajmniej jednej płytki półprze-

5 wodnikowej, osadzoną przegubowo w stosunku do
maski, przesuwną i dającą się unieruchomić, zna¬
mienne tym, że urządzenie (C) do umieszczenia
maski (2) zawiera płytkę ustalającą (3), znajdującą
się w tej samej poziomej płaszczyźnie co maska

io (2) a ponadto urządzenie (C) do umieszczenia mas¬
ki (2), mieszczące również płytkę ustalającą (3),
umieszczone jest nad obsadą płytki półprzewodni¬
kowej (1) w sposób przesuwny i obrotowy.

4. Urządzenie według zastrz. 3 znamienne tym,
15 że urządzenie (C) z płytką ustalającą i maską skła¬

da się z wózka (11) z maską i wózka (12) z płytką
ustalającą, które są ze sobą połączone i Umieszczo¬
ne przesuwnie na łożyskach kulkowych (6) na stole
(7) służącym za wspólną podstawę.

20 5. Urządzenie według zastrz. 3 i 4, znamienne
tym, że w stole (7), po obu stronach obsady'{5)
płytki półprzewodnikowej, w odstępie równym od¬
ległości umocowanych przy każdym wózku (11, 12)
łożysk kulkowych (6), wykonane są pryzmatyczne
wyżłobienia (8).

6. Urządzenie według zastrz. 3 i 4 znamienne
tym, że obok obsady (5) płytki półprzewodnikowej
umieszczone są wsporniki (9) z kanałami próżnio¬
wymi.

7. Urządzenie według zastrz. 3 i 4, znamienne
tym, że płytka ustalająca (3) ma występ (10), od¬
powiadający odstępowi manipulacyjnemu (a).

30
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